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新 技 術・新 製 品 の ご 紹 介

人体組織・インプラントの微量元素分析

Al合金を用いた黒色低反射薄膜

フレッティング摩耗試験機を用いた微小ストローク下での摩耗現象解析 

①概　　要
医療機器においては浸漬試験などで人体への安全性を
評価していますが、海外ではインプラント設置施術後に
部材からコバルト、クロムの血液・周辺組織への溶出を
数ppb以下に抑えるよう対策を講じることが必要とされ
ています。
このような人体組織そのものの分析ニーズに対して、
ICP質量分析装置等によるppbレベルでの定量分析を
可能としました。

②分 析 例
 ・血液、関節液に含まれる金属元素の定量分析の定量下限
 ・血　　　　液　Co,Cr ：＜5ppb(ng/ml)、Ti ：＜100ppb(ng/ml)
 ・関節液、組織　Co,Cr,Ti ：＜1ppm(μg/g)

③そ の 他
 ・ステント、インプラントや人工股関節の合金組成調査
 ・生体組織に付着している異物の定性分析 

①概　　要
タッチパネル分野では、これまでITOなど透明導電膜がセンサー電
極に用いられてきましたが、デバイスの高性能化にともない、低抵抗
ニーズが高まっています。しかし、従来の透明導電膜を金属メッシュ
電極化するには、金属の表面反射を低減する不可視化が必要となり
ます。そこでAl合金薄膜に積層するだけで、反射率の低減が可能な
Al合金材料（製品名：STL）を開発しました。この電極構造は、低反
射、低抵抗、微細加工性を併せ持つことが大きな特徴です。

②主な仕様
（1） 反　射　率： Al合金の反射率を1/3以下に低減
（2） 微細加工性：  線幅5μm以下の微細加工可能 

（Al用エッチャントによる一括加工）
（3） 耐　食　性：  塩水浸漬による腐食なし 

（塩水濃度5％、浸漬時間24時間）
③特　　徴
（1） 低 反 射 率：  添加元素および膜厚構成の最適化で低反射率

を実現しました。

①概　　要
輸送機を中心とした軸受・端子部の接触面において、微小ストロー
ク下で発生するフレッティング摩耗を模擬可能な試験機を導入しま
した。（2015年3月導入、2015年4月営業運転開始）
導入後は当試験機による摩耗量評価に加え摺動部を詳細分析す
ることで摺動条件、環境によって大きく結果が異なる特徴を持つ
フレッティング摩耗現象の解析に役立ちます。

②フレッティング摩耗試験機の仕様
（１）スト ロ ー ク：10μm ～ 1000μm
（2）押 付 け 荷 重：10N ～ 100N
（3）周 波 数：1Hz ～ 50Hz
（4）試 験 温 度：RT ～ 200℃
（5）湿 度 制 御：専用環境槽により制御可能

③特　　徴
（1）  摩耗量に寄与の高いストロークを幅広く設定

することができるため、実機で起こるあらゆる
ストロークに応じた試験が可能です。

（2）  摩耗量に寄与の高い環境をコントロールする
ことで、実機の環境により近い状態で試験す

ることが可能です。
④利用分野
（1）  輸送機分野において微振動を受ける接触面の

フレッティング摩耗評価
（2）  各種軸受・端子接触面のフレッティング摩耗評

価

測定可能な元素

摩耗量
領域 Ⅰ
摩耗はほぼ生じない

領域 Ⅱ
摩耗粉が摩耗に寄与する

領域 Ⅲ
アブレシブ※
擬着摩耗が支配的

0 1 10 100 1000 ストローク（μm）

現状所有する摺動試験機の
ストローク範囲

※アブレシブ摩耗 ： 高硬度材が低硬度材を一方的に摩耗させる摩耗形態

主たるフレッティング摩耗の領域
（導入試験機の対応範囲10～1000μm）

フレッティング摩耗量とストロークの関係図

（2） 微細加工性：  一般的なAl用エッチャント(PAN)
で一括エッチング可能です。また、
各層のエッチングレートを揃えたこ
とで、線幅5μm以下の微細加工
が可能です。

（3） 高 耐 食 性：  添加元素を最適化することで、高
い塩水耐性を実現しました。

④利用分野
ITO代替材料として、タッチパネルのセンサー電極
のほか、電磁波シールドなど低反射が必要な分野に
適応可能。

微細加工例（メッシュパターン） 電極断面形状

ICP 質量分析装置

100μm 1μm
ガラス基板

低反射電極膜
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電界放出型走査電子顕微鏡を利用した広域EBSD解析技術

貼り合わせウエハのずれ計測技術
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①概　　要
本装置は、静磁場と静電場を重畳させたスーパーハイブリッドレ
ンズ（電磁界重畳対物レンズ：SHL）を備えており、色収差や球
面収差を低減することにより、低加速電圧で高分解能の観察が可
能です。また、SHLは磁場漏れを抑制した対物レンズであるた
め、鉄鋼材料の観察およびEBSD測定も行うことが可能です。
また、LDF（Long Depth of Focus）モードを搭載しており、フォ
ーカス制御を行うことで非常に深い焦点深度が得られることから、
像の歪みの影響が小さくなり、広域EBSD解析が可能です。
さらに、試料にバイアス電圧を印加することにより、入射電子に
対しては減速させ、放出電子に対しては加速の作用をもたらすジ
ェントルビーム（GB）モードを搭載しています。これにより、低い
試料到達エネルギーにおいても高分解能でSN比の良い画像が
取得できます。

②主な仕様
（1） 分解能： 0.8nm （15kV）  

　　　　1.2nm （1kV） 
　　　　3.0nm（15kV、5nA、WD10mm）

（2） 倍　率： ×25 ～ 1,000,000（試料・観察条件により異なる）
（3） 加速電： 0.01kV ～ 30kV
（4） 試料照射電流（プローブ電流）： 数pA ～ 200nA
（5） 検出器： 上方検出器（UED）　下方検出器（LED）

①概　　要
近年、3次元デバイスや高感度カメラ（BSI）などの製造工程に
おいて、ウエハ薄化のためサポート基板との貼り合わせが行われ
ています。当社は独自の手法により、貼り合わされるウエハのず
れ量を高精度で計測する技術を開発しました。ウエハ輪郭形状と
エッジ形状計測により中心ずれ量を算出し、さらに上下ウエハの
ノッチの位置ずれを計測することより、回転ずれ量の算出を行い
ます。本技術を当社エッジプロファイルモニター（LEPシリーズ）
に搭載し、EPMシリーズとして販売を開始しました。

②主な仕様
（1）  対象ウエハ  

直径：φ300㎜（450㎜との兼用機も対応可）
（2）  測定再現精度 

③特　　徴
（1）  SHLおよびGBを搭載しており、低加速電圧で

高分解能の観察が可能である。
（2）  LDFモードを用いることで非常に深い焦点深度

が得られることから、低倍率でEBSD解析を行
うことが可能である。

（3） LV（低真空）モードにより、非導電性試料の無
コーティング観察が可能である。

④利用分野
（1）  実装部品および電子材料などの詳細観察ある

いは各種分析
（2）  はんだ接合部および各種材料などミリメートル 

オーダーの広い領域での結晶方位測定（EBSD 
解析）

（3） 非導電性試料の無コーティング観察

中心ずれ：1σにおいて5μm以下 
回転ずれ：1σにおいて5μm以下

　　　　　　  （300㎜ウエハ外周にて）
（3）  マイクロスコープによるエッジ状態の 

目視確認機能

 

0 

下ウエハ
上ウエハ

X（＋）

回転ずれ

中心ずれ

Y（＋）

装置外観

貼り合わせ評価機能搭載エッジプロファイル
モニター（EPM-2200　300mm 対応機）貼り合わせずれの計測項目
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